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最新の洗浄技術～微小パーティクルの除去技術～
微細加工技術の進展に伴って，微小なパーティクルは加工精度や製品品質などに大きく影響するようになって
いる．粗大パーティクルとは異なる付着挙動を示し，除去するためにはサイズに合わせた洗浄技術が必要になる．
本特集では微小パーティクルに対する除去技術にクローズアップした最新の技術をご紹介いただく．
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描く砥粒の各位置で算出することで，単一砥粒における研削

痕を創成することができるようになった．さらに，実測した砥石

表面上の砥粒の位置や形状をシミュレーションに入力すること

で，研削仕上げ面を予測することのできる研削シミュレーショ

ンを確立することに成功した． 
その結果，図 3 に示すようにシミュレーションと実研削の工

作物断面形状を比較したところ，(a)の砥粒および工作物の弾

塑性挙動を考慮しない場合では，シミュレーション結果と実研

削結果は一致していないが，(b)のように砥粒および工作物の

弾塑性挙動をすべて考慮することによって，実研削結果と非

常に近いシミュレーション結果を得ることができた．また，図 4
に示すようにプランジ研削回数を変化させた際の研削仕上げ

面粗さを精度よく予測することができた． 
 
３. 苦労話 

想定はしていたが，実研削とシミュレーション結果が一致せ

ず苦悩する日々が続いた．しかし，砥粒の先端半径の測定な

どといったシミュレーションに不可欠な条件の測定や，工作物

の掘り起こし現象の検討など，愚直に研究を進めるうちに研削

シミュレーションの精度を向上させることができた．本研究に必

要不可欠なのは砥石表面の高い測定結果である．あの悪戦

苦闘した砥石表面の測定を妥協せず遂行できたことが，本研

究の成果にも直結したと考えている． 
しかし，「苦労話」というと少し仰々しいが，当初は順風満帆

に進んでいた研究が，2020 年に新型コロナウイルス感染症の

蔓延にともない足止めを余儀なくされた．自宅勤務や研究室

の入室制限で実験が進まないばかりか，オンライン授業の準

備や対応に追われる日々が続いた．これは，筆者に限った話

ではないと理解しつつも，思うように研究が進まない日々に焦

燥感を募らせることもあった．しかし，そのような状況のなかで

も，当時の研究室の学生は少ない登校日を十分に活用して

研究に協力してくれた．コロナ過ということも相まって，改めて

学生の献身的な研究への貢献に感謝の念が尽きない． 

４. 論文賞受賞 
この度は，砥粒加工学会論文賞ならびに熊谷賞を受賞す

ることができ大変光栄である．前述のように本論文は学位論文

をまとめるための最後の 1 編であり，筆者としても大変思い入

れのある論文である．その反面，この論文を執筆した当時はあ

とに控える学位論文の執筆に注力しており，恥ずかしながらこ

の論文の評価を気にしている余裕がなかったのが現状である．

しかしながら，多くの方々に本論文を評価していただいたこと

がこの度の受賞に繋がったのだと，今更ながら大変嬉しく感じ

ている．論文を審査および評価していただいた関係者の方々

に，この場を借りて厚く御礼申し上げる． 
 
５. ふりかえって 

本論文では，砥粒および工作物の弾塑性挙動の予測という

マニアックな研削現象を再現し，研削仕上げ面を予測する研

削シミュレーションを構築することができた．この難題を乗り越

えることができたのも，当研究室で古くから研削現象の解明に

尽力された先生方や多くの卒業生の努力があったからだと深

く感謝している．また，本研究で着目した弾塑性挙動もそうだ

が，より正確に研削仕上げ面を予測するためには，さらに考慮

する必要のある研削現象が数多くあると考えている．今回得ら

れた研究成果に甘んじることなく，今後も研削現象の解明なら

びに研削加工の知能化を目指していく所存である． 
最後に，本研究を遂行するにあたり，多くのご指導とご助言

をいただいた日本大学の山田高三先生，李和樹先生，三浦

浩一先生に改めて感謝申し上げる．また，多大な技術的ご支

援を賜った三鷹光器株式会社の方々，ならびに牧野フライス

精機株式会社の方々に謹んで御礼申し上げる．今後も，この

賞に恥じぬよう精進していきたい． 
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